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Esta invencion se refiere a un bastidor de con=

ductores para un dispositivo semiconductor, y particularmeni-

te a un bastidor de conductores de esta clase yue comprende
una lédmina de soporte de material eléctricamente aislznte
que tiene una pluralidad de dedos metalicos convergentes
unidos a una superficie de la misma, cade wno pera conexidn
a un contacto individual de un dispositivo semiconductor,
definiendo logs extremos adyacentes intermos de los dedos un
drea en 0 sobre la cual ha de ser recibido el dispositivo
semiconductor.

Se conocen dos formas de un bastidor de conduc-
tores de esta clase,

En wa forma, la ldmina de soporte es continua
sobre toda el area definida por los dedos metdlicos, in-
cluida el drea de recepcidn del dispositivo semiconductor,
y en la otra forme, la limina de soporte estd separada del
drea de recepcidn del dispositivo semiconductor, y las por-
ciones extremas internas de los dedos metdlicos sé proyec~
tan hacia fuera sobre el orificio de la lamina de soporte
que constituye el drea de recepcidn del dispositivo semicon

ductor.

Istas dos formas conocidas de bastidor de conduc—
tores tienen una pluralidad de desventajas.
Por ejemplo, cuando los dedos metalicos estan to-
talmentec soportados por una lamina de soporte completa exis

te la desventaje particular de que pueden acuwrularse esfuer-

z0s indebidos sobre los dedos debido & la dilatacién térmi-|

ca diferencial entre la lémina de soporte y los dedos cuan-

€0 ge aplica calor para unir un dispositivo semiconductor a

s s
los mismos, y/o cuando se producen variaciones térmicas du-
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rante el uso normal. Tal dilatacidn puede vroducir una de~
formacidn de la lémine de soporte, durante la unidn de los
dedos a log contactos de un dispositivo semiconductor, lo

suficientemente grande como para hacer yue las uniones sean
defectuosas, o incluso que se rompa el dispositivo semicon—
ductor durante ciclos térmicos posteriores, si las uniones
son de suficiente resistencia.

En la otra forma conocida, en la que las porcio-
nes extremas internas de log dedos se extienden sobre un
orificio de la ldmina de soporte, no aparece normalmente el
problema anteriormente expuesto de acumulacion de esfuer-
zog indebidos, paoro en lugar de ello existe el problema de
soportar los dedos durante la fabricacidn y manipulacién dell
bagtidor de conductores, a fin de memtener la necesaria
agrupaclon predeterminada coplanaria de los dedos antes de
la unidén de un dispositivo semiconductor & los mismos. Asi,
con esta forma conocida existe la desventaja de que los de~
Gos pueden dafiarse fécil y permenentemente antes del uso
del bagtidor de conductores, aumentendo asi sustancialmente
los desechos y el coste.

El método convencional de fijar dispositivos semisy
conductores & un circuito utilizando bastidores de conduc-
tores conocidos ha sido un médodu de dos opersciones. Primes
ramente, ge une el dispositivo semiconductor el bastidor de
conductores, gque estd soportado en un portador y luego se
separa este conjunto del portador y se ume al circuito. Bvie
dentamente, este método tiene la desventaja de miltiples opg—
raciones durante las cuales los dedos pueden desalinearse
facilmente inutilizando el conjunto.

De acuerdo con esta invencibén, un bastidor de cons
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ductores del tipo general seilalado en lo que antecede se ¢a;
racteriza porque toda o al menos algo de la ldmina de sopor
te ha sido separada del drea de recepcién del dispositivo
semiconductor, pero con los dedos metdlicos permaneciendo
soportados por la ldmina de soporte en toda su longitud.

Un bastidor de conductores de este tipo permite la
dilatacién térmica diferencial entre la lémina de soporte
y los dedos metdlicos, asegurando asi wna unidn inieial fia
ble, y el mantenimiento de la wnidn entre los dedos y los
contactos de un dispositivo semiconductor unido al bastidor
de conductores, proporcionando al propio tiempo todavia
soporte pars logs dedos en todo momento e¢ impidiendo con ell
0 al menog reduciendo al minimo el dafio a los dedos.

Los dedos metdlicos pueden estar formados de ma~
nera enteriza con un miembro de bastidor metdlico circundan
te gue puede romperse y/o retirarse subsiguientemente para
aislar los dedos entre si, segin se reyuisra.

Una pluralidad de bastidores de conductores de
acuerdo con esta invencidén puede disponerse en linea en una
1dmina de soporte comin de material eléctricamente aislan-
te, teniendo log bastidores de conductores todos sus dedos
matdlicos eléctricamente aislados entre si, o teniendo cier
tos dedos metdlicos eléctricamente conectados pera propor-
cionar wa red o circuito completo.

Tal conjunto tiene la ventaja de yue los bastido-—
res de conductores pueden producirse facil y econdmic amen=
te por pzso de la ldmina de soporte comun a través de un
puesto en el yue se formen los dedos metdlicos en la lémi-
na de soporte mediante una técnica conocida de chapado.

Para facilitar tal fabricacidnm,la lémina de sopor
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te estéd preferiblemente dotads con orificios de coinciden~-
cia espacisdos para asegurar la colocacidn relativa exacts
da los dedos metilicos en la ldmina de soporte.

Se describiri shora esta invencidn, a titulo de
ejemplo, con referencia a los dibujos, en los que:

Ia figuras 1 es una vista en plants de un primer

bastidor de conductores de acuerdo con la invencidn:

La figura 2 es una seccidn verticsl @ través del

bastidor de conductores de la figura 1, que muestrs la fija
cion de un dispositivo semiconductor al bagtidor de conduc—
tores;

La figura 3 es una vista en planta de un segundo
bastidor de conductores de acuerdo con la invencidn; y

La figura 4 es una vista en planta de un tercer
bastidor de conductores de acuerdo con la invencidn.

Haciendo referencia 8 la figura 1, el bastidor
de conductores comprende una lamina de soporte flexible eldc-
tricemente aislante 10 de material de poliimida que tiene
una pluralidad de orificios de coincidencia 12 espacisdos
g lo large de los bordes opuestos de le misma. En la liming
10 estd formado un miembro metdlico de manera que tiens ung
pluralidad de dedos 16 que se extienden desde un miembro
de bastidor circundsnte 14 hasta la periferia de un orifi-
cio central 18 formado en la ldmina 10, El orificio 18 sir4
ve para proporcionar alivio de esfuerzog a las conexiones
entre los dedos 16 y la lémina 10 cusndo se aplica calor
durante la unidn de un dispositivo semiconductor s los de-
dos 16, y después.

Ia figura 2 muestra una seccidn vertical a través

del bastidor de conductores de la figura 1 con un dispositi




10

15

20

mas el alivio de esfuerzos proporcionado por el orificio

Haojee o0m. 6 03056..

vo semiconductor 20 unido a él. Como se muestra, el miembrg
de bastidor 14 y los dedos 16 comprenden un miembro de co-
bre 24 qyue tiene sobré ¢l una capa superficial 26 de, por
ejenplo, oro. El dispositivo 20 lleva zonas de contacto me-
talizadas abombadas 28 en alinesacidn con los dedos 16. EL
dispositivo 20 estd unido al bastidor de conductores de ung
manera conocida, por ejemplo, por reflujo de soldadura,
compresidn térmica o fijacidn en matriz eutéctica.

En el bastidor de conductores mostrado en la fi-
gura 3, con el fin de obiener el alivio de eafuerzos desea—
do, la léminz de soporte 10 tiene en ella un orificio de
configuracion en estrella 30 formado por dos ranuras inter
secantes 32 & 34. Cada ranura 32 & 34 tiene un orificio re-|
dondo 36 6 38 en cada extremo para impedir el desgarre de
la ldmina 10 mds &lld de la ranura 32 6 34. Este disefio en
estrella de las ranuras proporcionari la misma funcidn que
el orificio 18 de las figuras 1 y 2, a saber, compensard
los esfuerzos gque sz acumulan en las uniones entre loa de-
dos 16 y la ldmina 10 debido a la dilatacidén térmica dife-
rencial entre la lamina 10 y los dedos 16.

En el bastidor de conductores mostrado en la fi-
cura 4, los dedos 16 ge extienden desde el orificio 18
hasta el borde de orificios adicionales 40 de la ldmina 10,
no existiendo ningim miembro de bastidor como el yue se en-
cuentra en los bastidores de conductores de las figuras 1 y

3. istos orificios adicionales 40 sirven para me jorar ain

contral 18.

.o
Caarin
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REIVINDICACIONES

Log puntos de Invenciodn propie y nueva, que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente
de Invencidn, en Espafla, son 1los que Se recogen en las rei-

vindicaciones siguientes:

18,- Perfeccionamientos introducidos en un basti-
dor de conductores para wn dispositivo semiconductor, que
comprende una ldmina de soporte de material eléctricamente
aislante yue tlene una pluralidad de dedos metédlicos con-
vergentes unidos a una superficie de la misma, cada uno pa-
ra conexidn a un contacto individual de wn dispositivo Se-
micondue tor, definiendo los extremos adyacentes internos de
los dedos un drea en o sobre la cual ha de ser recibido el
digpositivo semiconductor, caracterizados porgue toda o al
menos algo de la léamina de goporte (10)ha sido separada del
drea (18) de recepcidén del dispositivo semiconductor, pero
con los dedos metdlicos (16) permaneciendo soportados por
lo ldmina de soporte (10) en toda su longitud,

28.- Perfeccionamientos segin la reivindicacidn
18, caracterizados porque estin formados orificios (40) en
la ldmina de soporte (10) junto a los extremos externos de
los dedos metdlicos (16).

38.~ Perfeccionamientos seghn la reivindicacidn
18, caracterizados porque los dedos metdlicos (16) estdn

formados de manera enteriza con un miembro ce bastidor metad
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lico circundante (14).

42 ,~ PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN UN BASTI-
DOR DE CONDUCTORES PARA UN DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR.

Tal y como se ha descrito en la MHemoria gque. ante-
cede, representado en los dibujos que se acompafian y para
los fines que se han espeoifioado;

Bsta Memoris consta de oeho'hojas escritas a mé-

quina por una sola cara.

Madrid,

01.5E11976
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